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修改记录

文档版本 作者 审核人 发布日期 修改说明
V1.0 lxl zzl 2021/5/17 1.初稿

V1.1 lxl zzl 2021/11/12 1.修改概述的蓝牙描述

V1.2 lxl zzl 2021/11/30 1.修改模块尺寸、引脚定义

V1.3 lxl zzl 2021/1/4 1. 更新天线净空区描述

2. 补充模块实物图
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1.概述

1.1 产品概述

BM06 是专为智能蓝牙牙刷而打造，搭配三轴芯片，采用 Beken 芯片，遵循
Bluetooth V4.2 蓝牙规范。可以按照客户的要求定制协议，满足多场景用途。

1.2 特点

● 蓝牙 V4.2

● 陶瓷天线

● 支持 UART 接口

● 160KB flash memory

● 2.35_3.3V 宽输入电压范围

● 精准三轴传感器

● 小尺寸：14.8*8.4mm

1.3 应用领域

蓝牙牙刷



2 模块封装接口

2.1 引脚描述图

注：天线净空区下不可以走线或者铺铜。

2.2 模块引脚描述

脚位号 名称 类型 功能描述

1 GND 地 地

2 WAKE_MCU【A】 模块休眠状态指示脚 休眠状态指示引脚（初始化输出低电

平）

高电平：指示模块此时处于休眠状态

低电平：指示模块此时处于激活状态

3 RST【B】 模块复位脚 低电平：模块复位

高电平：模块工作

4 TX CMOS 输出 串口输出

5 RX CMOS 输入 串口输入

6 VBAT 电源输入 +3.0V 电源

注：

【A】MCU唤醒口：可根据模块状态脚输出的电平来唤醒MCU。
举例：

设备处于休眠状态时，APP连接设备、蓝牙模块唤醒，此时，蓝牙模块输出电平给MCU、唤醒MCU。
【B】当模块异常时，可以通过复位脚、复位模块。
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特别注意：如果该引脚不使用，请保持悬空，一定不要强制拉低！！！

RST复位管脚为高电平复位，强烈建议使用，方便在异常情况下恢复模组功能

2.3 机械尺寸

封装尺寸（单位：mm ，正视图）

封装尺寸（单位：mm ，侧视图）



2.4 实物图

3电气参数

3.1 绝对电气参数

参数 描述 最小值 典型值 最大值 单位

Ts 存储温度 -65 +150 ℃

VDD 供电电压 -0.4 3.3 V

3.2 工作条件

参数 描述 最小值 典型值 最大值 单位

Ta 工作温度 -20 - 85 ℃

VDD 输入电压 2.35 3.0 3.3 V

VIL IO 低电平输入 -0.3 - VDD+0.3 V



参数 描述 最小值 典型值 最大值 单位

VIH IO 高电平输入 VDD-0.3 - VDD V

VOL IO 低电平输出 VSS - VDD+0.3 V

VOH IO 高电平输出 VDD-0.3 - VDD V

3.3 功耗

参数项 工作条件 典型值 备注

I_ Peak 峰值电流 16mA

I_Sleep 休眠电流 11.5uA

I_normal 广播电流 0.927mA

I_normal 1000ms 低频广播电流 23.8uA

I_connect 连接电流 1.14mA

4 射频特性

4.1基本射频特征

参数项 详细说明

工作频率 2.4GHz ISM band
无线标准 BLE 4.2

数据传输速率 1Mbps
天线类型 陶瓷天线（默认)

4.2 RF输出功率

参数项 最小值 典型值 最大值 单位

RF平均输出功率 - 0 4 dBm

20dB 占用带宽 1 MHz



4.3 RF接收灵敏度

主要参数 备注 最小值 典型值 最大值 单位

RX 接收灵敏度 -97 -96 dBm

5 天线信息

5.1天线类型

默认陶瓷天线

5.2降低天线干扰

5.2.1天线净空区就是天线区域不布地的大小。天线净空区的作用主要是使金属远离天线本
体

（金属屏蔽）。

5.2.2 LAYOUT注意：模块的天线净空区下面不能有任何走线或者铺铜。

天线净空区有铺铜会影响模块射频信号，导致蓝牙信号弱、甚至搜索不到蓝牙信号。

5.2.3组装注意：模块净空区周围需要保证净空高度和净空距离大于 5MM，避免其他金属材
质干扰蓝牙信号。



6 硬件参考设计

6.1典型应用图

低电平模块复位，高电平模块工作

6.2设计说明

6.2.1 BM06支持常供电模式和断电模式：

6.2.2 常供电模式：可以通过串口命令使之进入低频广播模式，具体参考通讯协议。

6.2.3 断电模式：电源会被直接关闭。

6.2.4 上电要求：模块在上电时，先给模块上电到正常供电电压，再延迟 1200ms给 RX/TX
通讯接口发送数据，请注意上电的电压和文波不要超过限制要求，避免损坏模块。

7 通讯协议

具体查看 ailink单蓝牙牙刷应用手册：



8 生产指导

8.1 生产指南

8.1.1 钢网-----开钢网时一定要将模块焊盘的孔开大，请按 1 比 1 再向外扩大 0.7mm 比例

开钢网，厚度按 0.12mm.

8.1.2 握拿------- 有需要拿模块时不可以光手去拿，一定要戴上手套以及静电环.

8.1.3 工厂环境温度湿度----- ≦30%℃ ，≦60%R.H；

8.1.4 烘烤-----烘烤温度 125℃，8 小时；

8.1.5 过炉------- 过炉温度要根据客户主板的。

8.2测试治具

为了保证产品品质以及客户生产效率，我们提供相应的测试治具。具体请参考《BM 系列
测试盒说明》，请联系我司获取。




